Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 500 Stiick

Packaging unit: 500 pcs

1.5

24x1=24

0.25

MicroSpeed applicati te. i
icroSpeed application note. before using.

www.ERNI.com 284310
h 06.09.2016

8.8
Lo . . .
e\ g ey o - 5 3 N Abspulrichtung - Reel off Direction
L-‘ Vainlain! Janl Li' AR Li' AR "1{ L”.‘ Vain|lain 'i.i Li' Vainlan| ~ —
h — o
a25 | O D DO DD D D DD DD D
26 3 6.1 0.6 UQ% éﬁ UfL 2@@ qu
| I
27 3 ) _ flam . <Cm§ i
A/ YW Y N (YW (W () 1 1
Einzelheit X
M 20:1 \ !
A | | 05 [ M@ [ M@ [
-] o (-] o [~} o o o o o o o o o o o o [~
L | |
L*'\ST © & & S D b & D D D
b1 16
F—pf—ffn—an nLi R0.3
N4 \ —
27.4
Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-Layout Proposal
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Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating
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N Anschlussbereich verzinnt 4-6 pm
o Terminal Area 4-6 um tin plating
~
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